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(54) Vakuumhalterung flr Halbleiterscheiben

(57) Die Erfindung betrifft eine Vakuurhalterung fiir Halbleiter-
echeiben zur Fixierung von Halbleiterscheiben, die unterschiedliche
purchmesser DbhiWe. Abmessungen widhrend ihrer Bearbeitung besitzen. Ihr
Einsatz erfolgt in Vorrichtungen der Halbleiterindustrie. Zziel der
Erfindung ist es, die Halterung von Halbleiterscheiben wahrend derxr
Bearbeitungsprozesse 2zu verbessern. Die Erfindung hat die Aufgabe,
ine universell einsetzbare vakuumhalterung zu schaffen, die
ermdglicht, das die von Halbleiterscheiben oder Scheibenbruchstiicken
nicht bedeckten Sauglécher die Saugwirkung des Vakuums auf die von
den Halbleiterscheiben bedeckten Saugldcher nicht heeintrichtigt.
Erfindungsgemd8 ist die aufgabe dadurch gelést, das zwischen einer
Grundplatte und einer Deckplatte eine dehnbare elastische Membran,
die Lécher enthdlt, eingespannt ist, daB die Ldcher mittig zu
ibereinanderliegenden kreisférmigen Kammern in der Grund~ und
Deckplatte angeordnet sind und da8 die Bohrungen 2zur vakuumzufihrung
exzentrisch in den vreisférnigen Kammern dex Grundplatte und der
Deckplatte liegen., = Figur -
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Titel der Erfindung

Vakuumhalterung fiir Halbleiterscheiben

Anvendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vakuumhalterung fir Halbleitexw
cheiben zur Fixierung von Halbleiterscheiben wédhrend ihrer
Beaxbelitung, die untexrschiedliche Durchmesser bzw, unter-
schiedliche Abmessungen besitzen, Der Einsatz der Erfindung
- exfolgt in der Halbleiterproduktion zum Festhalten der Haibe
leiterscheibe wéhrend eines Bearbeltungsprozesses,

Charakteristik der bekannten technisehen ISsungen

Zur Bearbeitung von Halblelterscheiben ist es bel verschiee
denen Arbeitsgéngen, gum Beispiel wihrend des Diamantritzens
cder der Scheibenmessupg noétig, die Halbleiterscheibe ein-
seitlg aufzulegen und in dieser Iage exaki festaunhalten,

In einex bekannten Vorrichtung nach DE-03 2 608 642 wird zur
Scheibenmessung eine Vakuumhalterung verwendet, deren Hohl-
raume zwischen der Auflageflache dex Vakuumhalterung und der
Aufliagefléche der Halbleiterssheibe mit einem fliissigen
Stromingsnittel ausgefiillt sind, Dieses Stromungsmitiel vers
hindert simtliche, durch Unebenheiten und Rauhigkeit der Aufe
lagefléche gebildeten Spalte und Iiicken hervorgerufen Kapillax
wirkungen, wodunch der zu bearbeitenden Halbleiterscheibe
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eine feste Lage verliehen wird,
Die Nachteile dieser Vakuumhalterung bestehen in ihrem

relativ komplizierten Aufbau sowie der Gefahr einer Schei-
benverunreinigung durch das fllissige Stromungsmittels

Es ist weiterhin eine Vakuumhalterung zum Diamantritzen be=
kannt, bei der keine fliissigen Stromungsmittel verwendet

- werden. Die Halbleiterscheiben werden iiber Sauglodcher in

dernVakuumhalterung, deren Anordnung der ScheibengrodBe an~
gepaBt'ist, angesaugt. Die Zufiihrung des Vakuums erfolgt

iiber Hohlrdume im Inneren des an seiner Oberfldche relativ
glatten Saugers, wobei die Holhlréaume jedoch nicht getrennt
verschlieBbar sind. Diese Vakuumhalterung besitzt den Nach-
teil, daB fiir unterschiedliche Scheibengrofen und bel der
Bearbeitung von Scheibenbruchstiicken zum Vermeiden von

" Lecks (offene Sauglicher) entweder die Sauger gewechself?

oder die offenen SauglOcher beispielsweise mit Klebestreifen
abgedeckt werden miissen, wodurch eins erhohter Arbeitsauf- -
wand und die Gefahr einer Verschmutzung der Halbleiterscheiben
durch den Klebstoff besteht.s Weiterhin ist die Haftung der’
Halbleiterscheibe am Sauger bei kleinen Scheibenbruchstiicken
go,gering, daB sich die Scheibenbruchstlicke wdhrend des
Ritzvorganges verschieben kOnnen. Die durch eine solche Ver-
schiebung hervorgerufene Dejustierung der Scheibenbruch-
stiicke fiihrt zum Ritzen {iber strukturierte Gebiete der Halb-
leiterscheiben, wobei erhShte Chipverluste und einwverhdhter
DiamantverschleiBl entstehen, '

Es ist ferner eine Vorrichtung zur Herstellung von Halbleiter-
plédttchen aus Halbleiterkristallscheiben nach DD-PS 99 053
bekannt, in der die Halbleiterscheibe auf einer elastischen
Unterlage angefroren wird. Die somit gegen ein Verschieben
oder gegen eine Dejustierung gesicherte Halbleiterscheibe
‘kann dann nach dem Anfrieren bearbeitet werden. Die Nachteile
dieser Vorrichtung bestehen in einem erhohten Arbeitezelt-
aufwand, bedingt durch dss Anfrieren und das nach der Bear-
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beitung erfolgende Abtauen sowie durch die Verwendung
eines kiltebstindigen Mittels, das zum Vermeiden des
Anfrierens von einem Plastteil und einem Gewicht dient,

die fiir die Eirhaltung der ebenen Iage der Halbleliter=
' scheibe notwendig sind, Von diesem kdltebestindigen Mittel
nufB die Halbleiterscheibe nach dem Abtauen gereinigt werden.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, die Halterung von Halbleiter-
scheiben wihrend der Bearbeitungsprozesse zu verbessern,

Darlepung des Weseng der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine universell
eilnsetzbare Vakuumhalterung zu schaffen, die es ermdglicht,
dafi die von Halbleiterscheiben oder Scheibenbruchstiicken
nicht bedeckten Savglocher die Saugwirkung des Vakuums auf
die von den Halbleiterscheiben bedecktern Sauglécher nicht
beeintrichtigen. |

Erfindungsgem&g igt die Aufgabe dadurch gelést, daB zwischen
einer Grundplatte und einer Deckplatte eine dehnbare elaw
stische Newmbran, die IScher enthidlt, eingespannt ist, daB
die Idcher mittig zu iibereinenderliegenden kveisférmigen
Kammern in der Grundplatte und in der Deckplatte angeord-
net sind und daR die Bohrungen zur Vakuomzufithruag exzen-
trisch in den kreisférmigen Kammern der Grundplatte und der
Deckplatte angeordnet sind. | '

Es ist zweckméBig, daB auf der Deckplatte mittels einer
elastischen Klebeschicht ein Reibbelag luftdieht befestigt
igt, da der Haftreibungkoeffizient zwischen dem Reibbelag
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-und der Halbleitexrscheibe groBer ist als zwischen dewx
Halbleiterscheibe und einer metallischen Deckplatte.

Bs ist zweckmidBig, daB die im Reibbelag befindlichen
Baugldcher zur Seite der zu halternden Halbleiterscheie
be hin trichterférmig zu Saugtrichtern erweitert sind,
" um eine mdglichst hohe wirksame Saugflsche unter der
Halbleiterscheibe zu erbaltene

Es ist ferner gzweckmiBig, daB die Bohrungen zu den Sauge
trichtern in dem Reibbelag und der Deckplatte in gleicher
Achse wie die Bohrungen zur Vakuumzufiihrung in der Grund-
platte angeordnet sind,

Werden einige Saugtrichier nicht von der Halbleitexscheibe
bedeeckt, so werden die dehnbaren elastischen lMembranen

bei an den Bohrumgen der Grundplatte anliegendem Vekuum

en den Boden der krelsfdrmigen Kammern in der Grundplatte
gedrickt, Dadurch werden die ILscher in den elastischen Meme .
- branen abgedeckt und der Luftstrom unterbrochen, Sind die
Saugtrichter durch die Halbleiterscheibe ebgedeckt, so findet
keine Durchbiegung der c¢lastischen Membranen statt.

Die erfindungsgemiBe Iosung bat den Vorteil, daB die von den
Halbleiterseheiben nicht abgedeckiten Saugtrichtex'nicht nit

- Velkvum beaufselilagt werden. Hierdurch konzentriert sich die
volle Saugwirkung des Vakuums auf die von der Halbleiterw
scheibe bedeckten Saugtrichter, Weilterhin kdnnen Halbleiter-
scheiben unterschiedlichen Durchmessers sowie Scheibenbruche
stiicke auf der gleichen Vakuumhelterung bearbeitet werden,

Ansfilhrungsbelspiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel
anhand der Zeichnung nsher erliutert werden, '

Zwischen einer Grundplatte 1 und einex Deckplatte 3 ist eine
dehnbare elastische Membran 2 eingespannt. Die Deckplatie 3
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trigt einen Reibbelag 5, der durch eine elastische Klebe-
schicht 4 fest mit dieser verbunden ist. Die elastische

" Kléeschicht 4 stellt eine feste und luftdichte Verbindung
zwischen der Deckplatte 3 und dem Reibbelag 5 her, Auf

dem Reibbelag 5 befindet sich eine zu halternde Halbleitere
scheibe 6, : '

Durch die Grundplatte 1, die Deckplatte 3, die elastische
Klebeschicht 4 und den Reibbelag 5 filhren mehrere Bohrungen 7
von denen nur eine in der Zeichnung dargestellt ist, zur
Zufiihrung des Vakuums an die Halbleiterscheibe 6, In der
Grundplatte 1 und der Deckplatte 3 sind die Bohrungen 7 auf
den einander zugewandten Seiten exzentrisch zu kreisférmigen
Kammern 8 und 9 definierter Tiefe und definierten Durche~

me ssexrs aufgeweitet, In der dehnbaren elastischen Membran 2
liegen mittig zu den kreisférmigen Kammern 8 und 9 in der
Grundplatte 1 und in der Deckplatte 3 Ifcher 11,

Sind nun die im Reibbelag 5 befindlichen Saugirichter 10 von
einer Halbleiterscheibe 6 bedeckt und werden die Bohrungen 7
mit einem Vekuum beaufschlagt, so wird die Halbleiterscheibe 6
durch das entstandene Vakuum an den-Reibbelag 5 angesaugt

und in dieser Position fiir die Bearbeitung festgehalten.

Wenn einige im Reibbelag 5 befindlichen Saugtrichter 10 nicht
von der Halbleiterscheibe 6 bedeckt sind und diese Bohrungen 7
werden wit einem Vakuum beaufschlagt, so werden die dehnbaren
elasftischen Membranen 2 in den kreisfdrmigen Kammern 8 und 9
durch das snliegende Vakuum und den #mBeren Iuftdruck nach
unten, auf die Bboden dexr kveisférmigen Kammern 8 gedriicksy

und verschlieRen somit die IBcher 11 in den dehnbaren elaw
stischen Membranen 2 und die Bohrungen 7 in der Grendplatie 1
(in der Zeichnung gestrichelt dargestellt)., Wird das Vakuum
nach der Besrbeitung der Halbleitexscheibe 6 wieder abge-
sehallet; so federn die dehnbaren elastischen Membranen 2

in den kreisformigen Kemmern 8 und 9 in ihre Ruhelage zuriicke
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Die erfindungsgeméBe Idsung hat den Vorteil, daB die

von den Halbleiterssheiben 6 nicht abgedeckten Sauge
trichter 10 nicht mit Vakuum beaufschlagt werden, Hier-
‘dureh konzentriert sich die volle Saugwirkung des Vakuubnms
* auf die von der Halbleiterscheibe 6 bedeckten Saugtrich-
ter 10, Weiterhin konnen - - Halbleiterscheiben 6 unter-
schiedlichen Durchmessers sowie Scheibenbruchstiicke auf
der gleichen Vakkumhalterung bearbeitet werden. Es ente
steht eine Arbeitszeiteinsparung, da die Vakuumhalterung
mit wechselnden Halbleiterscheibendurchmessern nicht ge-
-wechselt werden miissen bzw, von der Halblelterscheibe
nicht bedeckte Saugtrichter 10 nicht mit Klebestreifen iiber~
klebt werden miissen. '
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Erfindvngsansgpruch

1, Vakuumhalterung fiir Halbleiterscheiben, bestehend aus
einer Grundplatte und einer Deckplatte mit durchgehen-
den Bohrungen zur Vakuumzufiihrung, dadurch gekennzeiehw
net, daB die Grundplatte (1) und dle Deckplatte (3)
iibereinanderliegende kreisformige Kammern (8; 9) bew-
sitzen, daB zwischen der Grundplatte (1) und der Decke
platte (3) eine dehnbare elastische Membran (2), die
Ischer (1) enthélt, eingespannt ist, daB die Ldcher
(11) mittig zu den kreisférmigen Kemmexrn (8; 9) angem
ordnet sind und dafl die Bohrungen (7) zur Vakkumzue
fihrung exzentrisch in den kreisférmigen Kammern (8; 9)
angeordnet sind, v

2o Vakuumhalterung nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet,
daB auf der Deckplatte (3) mittels einer elasbtischen
Klebeschicht (4) ein Reibbelag (5) luftdicht befestigt
ist,

3¢ Vakuomhalterung nach Punkt 1 und 2, dedurch gekenne
zelchnet, daf die im Reibbelag (5) befindlichen Sauge
lscher zur Seite der zu halternden Halbleiterscheibe (6)
bin trichterfirmig zu Saugtrichtern (10) erweitert sinds -

4y Vekuumhalterung nach Punkt 1 bis 3, dadurch gekennzeichw
net, daB die Bohrungen (7) zu den Saugtrichtern (10) in
dem Reibbelaog (5) und der Deckplatte (3) in gleichexr Achse
wie die Bohrungen (7) zur Vekkuwzufithrung in der Grund~
platte (1) angeordnet sind.

—

Hierzu 1S8eite Zeichnyagen
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